Intel® Pentium® Processor G4400
(3M Cache, 3.30 GHz)
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@ Especificaciones de memoria

Tamafio de memoria méximo (depende del tipo de

memaria)

Tipos de memoria

Cantidad méxima de canales de memoria
Méximo de ancho de banda de memoria

Compatible con memeria ECC ¢

6468

DDR4-1866/2133, DDR3L-
1333/1600 @ 136V
2

34,1 GBys

@ Especificaciones de grificos

Grificos del procesadar ¢

Frecuencia de base de grificos

Memoria maxima de video de grificos
Salida de grificos

Compatibilidad con 4K

Resolucién méxima (Intel® WiDijt
Resolucién méxima (HDMI 1414
Resolucién méxima (DR}

Resalucién méxima (e0P - panel plang int

Compatibilidad con Directx*

Compatibilidad con OpenGL*

Intal® Quick Sync Video

Intel® Insider™
Intel® Wireless Display
Tecnologia Intel® HD de video nitido

Teenalogia Intsi® de video nitido

@ pantallas admitidas ¢

ID de dispasitiva

Cantidad méxima de lineas PCI

Intel® HD Graphics §10
350 MHz

1GHz

1768
DR/DRHOM/DVI
Yes, at 60Hz
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@ Especificaciones de paguete

Méxima configuracin de CPU
Tamafio de paquete
Litografia de IMC y gréficos
Zécalos compatibles

Baja concentracién de opcionss ds haldgenos
disponibles.

1

37.5mm x37.5mm

14nm

FCLGAT1E1

Ver MDDS

@ Tecnologias avanzadas

Versién de la tecnologia Intel* Turbo Baost !

Teenologia

et vPro 1
Tacnologia Hyper-Thraading Intat® ¢

Tecnologia de virtualizacion Intel® (VT-x) ¢

Tecnologia de virtualizacidn Intel® para /S dirigida

(i)

Inte(® VT-x con tabias de pigins:

T,

Intel® Transactional Synchranization Extensions —

New Instructions

Intste

Estados de inactividad

Tecnologia Intel SpeedStep® mejorada
Tecnologias de monitores témmico

Tecnologia Intel® dentity Protection ¢

Programa Intel® de imagen estable para plataformas

(S1PP)

Ventsja Intel® para pequefias empresas

[ de AES Intel®

Secure Key

Extensiones de proteccién de la memoria Intel®

@ Tecnologia de proteccion de plataforma Intel®

05 Guard
Tecnotogia Trusted Exscution !

Bit de dasactivacidn de ejecucin
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@ Tecrologia de proteceién de datos Intel®
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